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Solucién Modular para Soldado de Plasticos con Laser

-

precisa y concisa
higiénica y ecoldgica




Turnkey

maquinas modulares listas para uso

Existe una gran variedad de formas y geometrias en partes plasticas para ser soldadas. Para hacer frente a esta variedad y encontrar
una amplia diversidad de preferencias del cliente, nuestras maquinas estan disefiadas de una manera modular muy estricta. Los
sistemas de solucién completa estan configurados en un marco de trabajo modular de disefio de acuerdo a sus requirimientos. Por

lo tanto, son facilmente adaptables al procesamiento de sus partes plasticas.

Todos los laser, sistemas opticos, unidades de sujecion, y sistemas de movimiento de nuestro portafolio de producto Modula (ver
pagina 5-7) estan disponibles en los sistemas de solucion completa.

Un cajon o mesa rotatoria puede ser seleccionado para el manejo de la parte dentro o fuera de la maquina. Con alguna modificacion
especifica para el cliente, sistemas de conveyor pueden también ser integrados a las estaciones completas. Todas estos sistemas
son entregados totalmente listos para ser utilizados. Solo necesitan ser conectados a una fuente eléctrica de alimentacion, y depen-
diendo de la configuracién, a aire limpio comprimido.

Turnkey S

La Turnkey S es la versién mas pequefia de las estaciones
completas of the Turnkey machines. Puede ser instalada en
mesa normal de trabajo. A pesar de su disefio compacto,
esta construida de manera modular y puede ser equipada
para todos los dierentes procesos de sodado plastico con
los componentes Modula. El sistema de control, laser, y
enfriamiento son ubicados en el gabinete de la parte trase-
ra. No se necesita una unidad laser por separado.

El proceso de soldado puede ser instalado y observado
desde la interface de usuario con pantalla de tacto. Un tec-
lado y un ratén pueden ser conectados optionalmente a
los puertos USB localizados al frente de la maquina. En la
parte trasera, un puerto HDMI permite la conexién con un
monitor mas grande.

Configuracion mostrada

* Escaner 6ptico

* Potencia laser 200 W

* Mesa rotatoria

* Sujeciéon neumatica

* Puerta levadiza neumatica
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Para el proceso de soldado una pequefia puerta levadiza
se puede abrir. Para instalar el proceso de soldado y para
mantenimiento la cubierta frontal completa puede ser ele-
vada brindando asi un buen acceso a todos los componen-
tes. El cajon para manejo de la parte asi como la puerta
levadiza pueden sere controladas manualmente, de manera
neumatica, 0 eléctrica. La mesa rotatoria esté disponible en
ambas versiones, manual 6 eléctrica.

La Turnkey S puede ser conectada a una red de computa-
dora local a travé de una interface de ethernet ubicada en
la parte trasera de la maquina. Datos del proceso y recetas
de soldado pueden ser cargadas y bajadas por el usua-
rio como sea necesario. Una conexion de internet segura
puede ser establecida para servicios remotos y manteni-
miento.
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Datos técnicos

Area de soldado

Potencia laser
Longitud de onda
Clase de laser

Fuerza de sujecion
Distancia de recorrido
Cajon

Mesa rotatoria

Puerta levadiza

Enfriamiento
Temp. max. Operacion

Suministro eléctrico
Dimensiones

Peso

Configuracion mostrada
* Cabezal optico radial

* Potencia laser 40 W
* Cajon manual

* Optico radial neumatico

Ejes 150 x 100 mm
escaner 100 x 100 mm

40-200 W

Alrededor de 980 nm

1 (laser piloto rojo 2)

2300 N

20 mm, extendible bajo solicitud
Manual, neumatico, 6 eléctrico

Diametro 300 mm,

manual 6 eléctrica

300 x 140 mm,

manual, neumatica, 6 eléctrica

Aire (filtro IP20)

35/40 °C - dependiendo de potencia laser
y ciclo de trabajo

100-240 V, 50/60 Hz, <10 A

520 x 700 x 565 mm,

con torre de sefalizacion 780 mm

60-75 kg dependiendo de configuracion

* Puerta levadiza neumatica
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Configuracion mostrada

* Optico de punto avanzado con pirémetro
* Ejes XY

* Potencia laser 80 W

* Sujecion neumatica
* Cajon y puerta levadiza neumatica
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Tunkey

maquinas modulares listas para uso

Turnkey M

| LN A —

jecion extendida.

Gabinete eléctrico trasero del Turnkey M enfriado por aire y
con dos puertas de ala. El suministro eléctrico y neumatico
esta situado en la parte baja del gabinete eléctrico.

Superficie de soldado hasta un maximo de 500 x 400 mm with
sistema de ejes que incluye un eje vertical Z y una unidad de su-

La Turnkey M es una maquina completa para compo-
nentes mas grandes (hasta medio metro). Esta disefiada
como una estacion de trabajo que puede ser operada en
una posicion sentado 6 parado. Tal como la Turnkey S,
tiene un disefio modular y puede ser configurada en dife-
rentes versiones para adaptarse a las piezas de trabajo a
soldar asi como a los requirimientos del cliente.

El laser y el sistema de control estan ubicados en la par-
te inferior del equipo, asi en la parte superior el area de
soldado, unidad de sujecion, sistema de mocién y 6ptico
pueden ser intervenidos facilmente. Para accesar al area
de soldado se puede utilizar las puertas laterales ¢ trasera.
Todas las puertas son monitoreadas por seguridad. El ga-
binete eléctrico se encuentra separado del area de solda-
do por seguridad. El mismo laser es accesible desde dos
puertas laterales inferiores ubicadas de cada lado. Para
soldar, solo es necesario abrir o cerrrar la puerta levadiza
ubicada al frente de la maquina.

A 3
- - |

El proceso de soldado se establece desde la pantalla de
tacto, la cual puede ser inclinada de acuerdo a la altura
del operador. Opcionalmente un teclado y ratéon pueden
ser conectados a los puertos USB localizados en la mesa
de operacion.

El cajon para piezas de trabajo y puerta levadiza pueden ser
operados de forma manual, neumatica 6 eléctrica. La mesa
rotatoria esta disponible en versién manual 6 eléctrica.

Para conexion a una red local (LAN), la interface de Ether-
net en la parte trasera del Turnkey M puede ser usada para
transferir datos del proceso al servidor 6 mantenimiento
remoto via Internet.

Configuracion mostrada

* Optico de punto avanzado con pirémetro
* Potencia laser 80 W

* Ejes XYZ

* Sujecion neumatica

* Puerta levadiza y cajon neumaticos
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Datos técnicos
Area de soldado

Potencia laser
Longitud de onda
Clase de laser
Fuerza de sujecion
Cajon

Mesa rotatoria

Puerta levadiza

Enfriamiento
Temp. max Operacion

Suministro eléctrico
Dimensions

Peso

Buen acceso al érea de soldado con unidad de suje-
cion, componentes oOpticos, y sistema de mocion a
través de las puertas laterales.

Mesa rotatoria grande con puerta amplia levadiza y unidad
de sujecion en su interior.

Ejes 500 x 400 mm,
escaner 350 x 350 mm

40-200 W

Alrededor de 980 nm

1 (laser piloto rojo 2)

Hasta 7000 N

Manual, neumatico, 6 eléctrico

Didametro 650 mm,

manual 6 eléctrica

650 x 400 mm

manual, neumatica, 6 eléctrica

Aire (filtro IP20)

35/40 °C - dependiendo de potencia laser
y ciclo de trabajo

100-240 V, 50/60 Hz, <10 A

880 x 1200 x 1950 mm con cajon

880 x 1250 x 1950 mm con mesa rotatoria
con torre de sefalizacién 2170 mm

300 kg dependiendo de configuracion

puertos USB para memoria extraible ¢ periféricos adicionales como
raton 6 teclado.

Configuracion mostrada

* Escaner o6ptico

* Potencia laser 200 W

+ Sujecion neumatica

* Mesa rotatoria

Puerta levadiza neumatica
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Modula todos los modulos para integracion

Para integracion de maquina con un propoésito especial se encuentra disponibles los mismos mddulos que puede encontrar en
nuestras maquinas Turnkey. Asi mismo brindamos el soporte necesario a su integrador de maquina 6 especialista externo. Los com-
ponentes opticos y laser son requeridos para una integracion. Adicionalmente, contamos con unidades de mocion y sujecion. Con
todos los modulos relevantes en conjunto de ProByLas, se puede lograr un proceso de soldado éptimo. El integrador solo necesita
asegurarse de brindar una area segura encapsulada y del manejo de las partes dentro y fuera de la maquina.

Laser

La unidad laser es el componente central de la familia de productos
Modula. Ademas del mismo laser, también comprende del sistema de
control, interfaces, y otros elementos de control.

Datos técnicos
Potencia laser 40-200 W (logitud de onda aprox. 980 nm)
Clase de laser 4 (laser piloto rojo 2)

Enfriamiento por aire Clase de proteccion 1P20 6 I1P30,
opcionalmente con filtro

Desde la pantalla de tacto, se establece y observa el proceso de soldado
durante operacion. Opcionalmente un teclado, ratén y monitor pueden
ser conectados a los puertos USB y HDMI ubicado en la parte trasera.

Las conexiones para otros componentes Modula asi como la interface
para automatizacién que llevan entradas/ salidas digitales y analogas s P . .
se encuentran en la parte trasera de la unidad laser. Los controles de tipo de enfriamiento, y ciclo de trabajo
seguridad para paro de emergencia e interlock de dos canales pueden  Suministro eléctrico 100-240 V, 50/60 Hz, <10 A

ser configurados en diferentes maneras permitiendo un nivel de desem-  Conectividad Ethernet RJ45 en la parte trasera

pefio mas alto de acuerdo al estandar EN13849. Dimensiones 520 x 430/530 X 215 mm

Temp. méx Operacion ~ 35/40 °C - dependiendo de potencia laser,
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Los opticos también han sido disefiados de forma modular. A la parte inferior y posterior del moédulo 6p-
tico principal, se le pueden adaptar otros componentes para un tipo de proceso especifico como un lente
de colimacion y elementos de formacion del haz que permitan ser utilizados en aplicaciones especiales.

Conexion de fibra y colimacion
Dependiendo del laser se necesitan
diferentes conexiones de fibra.

El lente de colimacion forma un haz
paralelo. Con distinta longitud focal
del lente, varios diametros del haz del
laser son posibles.

Madulo optico base

Para el cuerpo base del 6ptico, esta
disponible una version simple y avan-
zada con monitoreo de potencia laser.
El optico avanzado también puede
ser equipado con un pirdbmetro para
lectura de temperatura (100-400 °C).

Formacion del haz

Diametro de punto

Longitud de linea

Cuadrado 6 rec- Anillo

DOE para cualquier

o
Maodulo de camara montado en el

Punto - esfera optico para establecimiento y mo-

0.5-3.0 mm 12-60 mm tangulo relleno <50 mm contorno con sujecion nitoreo del proceso de soldado
Versiones de opticos especiales
Linea Optica Colimada Optico Radial Optico de Esfera

Esta es una version especial del éptico de li-
nea para soldado con mascara. La linea laser
no es divergente a lo largo de la direccion de
propagacion, pero mantiene la misma longi-
tud porque el haz corre paralelo. La geometria
de sombra de la mascara sobre la pieza de
trabajo se mantiene ain a grandes distancias,
asi no es necesario corregir la distorcion de la
mascara sobre el plano de soldado.

linea laser tipica
(divergente)

444

77 [} [

linea laser colimada
(paralela)

I@@@@@]
—

haz no perpendicular
= reflexion sin retorno al laser

/ vidrio de sujecion
con mascara

—

Este 6ptico permite soldar piezas cilindricas
simultaneamente sobre su circunferencia
como una alternativa a rotar la parte bajo un
optico de punto. Se basa en un o6ptico de an-
illo asi como un espejo conico, el cual refleja
el haz del laser desde el exterior hacia el in-
terior. En vez de un dispositivo de sujecion,
se debe asegurar un contacto a presion entre
las partes.

Version abierta de 6ptico Radial mostrando haz del
laser. La version estandar esta encapsulada.

Este 6ptico permite soldar piezas de trabajo
sin una unidad de sujecion - tipicamente film-
inas 0 telas técnicas.

Por un lado, la esfera enfoca el haz del la-
ser y por otro, presiona las piezas de trabajo
con aire comprimido por detras de la misma.
La esfera se mueve libremente en el eje ci-
lindrico y asi rodar sobre la pieza de trabajo
con el movimiento del componente dptico.
Si el optico se levanta de las partes, la esfera
cierra la apertura en la parte inferior del eje Y
se deja de consumir aire comprimido.

Fibra de
fuente laser

'5 \ iﬁ Esfera de
vidrio
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Modula todos los médulos para integr

Existen diferentes opciones para trazar el perimetro de soldado con el haz del laser. Estan estrechamente relacionadas al tipo de proceso de

soldado.

Escaner

El escaner esta conformado por un conjunto de componentes
opticos con sistema de mocion. Dos espejos méviles desvian
el has del laser en la direccion X e Y. Con pequefia masa e
inercia de los espejos en movimiento, velocidades de varios
metros por segundo permite lograr un tipo de proceso cuasi-
simultaneo con mdaltiples ciclos de recorrido por segundo.

El lente de enfoque final (f-theta) determina la dimension del
area de trabajo, que puede ser de 100 x 100 mm, 240 x 240
mm, 6 350 x 350 mm.

Unidad de sujecion

La unidad de sujecion presiona las dos piezas de trabajo
a ser soldadas. Estas a su vez se colocan en una her-
ramienta adaptada a la parte sobre el cajon. El plato de
sujecion superior se mueve hacia abajo por actuacion
neumatica 6 eléctrica y presiona las piezas de trabajo
juntas. La herramienta superior de sujecion puede ser
una placa de vidrio transparente, un marco de metal con
aperturas en el area de la parte para el haz del laser, ¢
una combinacién de ambas.

Para proceso y control de calidad la unidad de
sujecion se puede equipar con sensores de
recorrido 6 fuerza. El recorrido durante la su-
jecion puede ser monitoreado con la medicion
de distancia. En el tipo de proceso simultaneo
0 cuasi-simultaneo el recorrido durante el sol-
dado puede ser también medido, analizado 6
usado para control directo del proceso.

Ejes XYZ

El componente Optico pueden ser montado en un sistema de ejes manejados
por servo motors. Dependiendo de la geometria de las partes y trayectoria de
soldado, un solo eje puede ser suficiente 6 una combinacion de ejes X, Y, Z.
El control de movimiento de los ejes (control numérico, CN) es integrado en
la unidad laser.

Eje de rotacion

Para el soldado circunferencial de una parte cilindrica, es utilizado un solo servo
motor. Este a su vez puede ser combinado también con un eje de desplaza-
miento a lo largo de la parte cilindrica.

Datos técnicos unidad de sujecion compacta unidad de sujecion extendida
Superficie de soldado 150 x 100 mm 240 x 240 mm
Maximo ancho de la pieza 210 mm 300 mm
Maxima fuerza de sujecion 2300 N 7000 N
Maximo recorrido de sujecion 20 mm (extendible a solicitud)
Altura de la pieza/nido 55 mm, extendible en pasos de 20 mm
Cajon de movimiento manual, neumatico, 6 eléctrico
Actuador de sujecion neumatico (6 bar) 6 eléctrico (servo motores)
h\ /‘m(_\
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Configuraciones Modula combinaciones especifi

Las configuraciones Modula son conformadas por una coleccion de componentes Modula predefinidos que sirven un propdésito
en especifico. Requiren menor esfuerzo de integracion que componentes individuales Modula. Estas configuraciones pueden ser
operadadas independientemente como ensambles individuales sin integracion a un sistema general.

Configuracion Modula de Laboratorio

La configuracién Modula de laboratorio es la com-
binacion de un modulo laser y una base con unidad
de sujecion, sistema éptico y de mocion, adaptable
a una operacion de laboratorio.

Es un ensamble listo para utilizar como un Turn-
key S 6 M. Debido a la falta de cubierta tiene que
ser operado con gafas de seguridad (laser clase 4).
Ademés, también se debe asegurar que el operador
no interviene con la unidad de sujecion 6 dentro del
sistema de ejes en movimiento. Esto puede lograr-
se con equipo de seguridad adicional 6 entrena-
miento adecuado por personal especializado.

Entre algunas aplicaciones para la configuracion
Modula de laboratorio se encuentran:

« Soldado de contorno en laboratorios de desarrol-
lo de plasticos con ejes XY y sujecion neumatica. Configuracion mostrada

+ Soldado de mascara con optico de linea en el g~ OPtico de linea: linea laser 40 mm de longitud

Xy unidad de sujecion neumatica para bajo vola-  ° P.otencia laser 200 W
men de produccion de chips de microfluido. * Ejes XY
* Cajon neumatico

« Optico radial para soldado circunferencial de tu- « Sujecion neumtica

bos conectores con herramienta hermética al |a-
ser integrada (no se requiere gafas de seguridad).

Configuracion Modula en Linea

La Configuracion Modula en Linea se conforma de una unidad laser, un
escaner optico, una unidad de sujecion especial, y una cubierta para integ-
racion sobre un sistema de transferencia 6 una mesa rotatoria. La unidad
de sujecion presiona sobre el portapiezas y la encierra de forma segura al
laser, para que la Configuracion Modula en Linea sin medidas de proteccion
al laser adicionales.

parte trasera de tablero neumatico

Para la integracion solo se requiere:

« Soporte para la unidad de procesamiento que se adapte al sistema de
transportador seleccionado 6 mesa rotatoria, suficientemente rigido para
las fuerzas de sujecion empleadas.

« Portapiezas 0 herramienta, que encierra el laser en la herramienta supe-
rior de forma segura en la plataforma de sujecion del sistema.

* Interface de conexion para sefiales de arranque y paro de emergencia.

Datos técnicos
Superficie de soldado 100 x 100 mm

Potencia laser 40-200 W (longitud de onda 980 nm)
Clase de laser 4 (laser piloto rojo 2)

Fuerza de sujecion Hasta 2300 N

Maximo recorrido 20 mm (extendible a solicitud)
Enfriamiento Aire (filtro IP20)

Temp. Méx. Operacion ~ 35/40 °C dependiendo del laser
Suministro eléctrico 100-240 V, 50/60 Hz, <10 A

Dimensiones Unidad de proceso 330 x 330 x 410 mm
Unidad laser Modula 520 x 430 x 215 mm

h\ /‘f_\(_\
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Tecnologia Soldado Plastico por Laser

En el proceso de soldado la superficie de dos 6 mas partes plasticas se derrite y presiona entre si de manera que el plastico liquido
derretido se mezcle. Cuando se enfria, el material se solidifica para alcanzar una fuerte union. Para soldar, el plastico debe derretirse
cuando se expone al calor (termoplastico). Los plasticos que no se derriten cuando se calientan, pero degradan o desintegran, no
pueden ser soldados (plasticos termosets).

Proceso de soldado laser

En el soldado de plasticos por laser el calor para derretir el material es  superficie, se caliente, y derrite. Gracias a la presion de sujecion mec-
introducido por el laser directamente a la region de soldado. Las piezas  nanica, las partes se encuentran en contacto una con la otra, y asi, la
de trabajo ya estan colocadas en la posicion final. La parte superior es  superficie superior de la parte inerior y la superficie inferior de la parte
transparente al laser, para que el haz del laser puede propagarse a la  superior se plastifica y derrite. La mezcla derretida produce una unién
superficie de la parte inferior. Esta parte inferior absorbe el ldser en la  fuerte y solida después de su enfriamiento.

Ventajas de la tecnologia Haz de laser Industrias

Sujecion mecanica Gracias a sus ventajas técnicas,
el soldado de plastico por laser
se aplica principalmente en in-
dustrias con requirimientos muy
altos de calidad como

* Médica

* Automotriz

* Localizada y de precision

* Zona derretida poco profund  parte transparente

« Poca energia requerida al laser

* Minimo estrés en material
« Libre de particulas

« Sin vibracion
. . * Electrdnica
+ Sin emisiones
. * Bienes de consumo
« Sin solventes
» Textiles técnicos

Parte absorbente

al laser Zona de derretimiento
Proceso de Contorno P 5 Proceso Cuasi-simultaneo Proceso Simultaneo
El laser traza la ruta de sol- ! ! El laser traza la ruta de soldado Un optico especial R [:J
dado una vez. El plastico se ~ *--@—--7 varias veces por segundo y forma la figura del laser @“@
derrite a nivel local. derrite el plastico a lo largo de la region de en la ruta de soldado \é@"’
soldado al mismo tiempo que permite colapsar é‘s“
una costilla. i

Variante con Esfera ] )
Variante con anillo

haz de laser con
forma de anillo

sujecion mecanica

Se costilla de soldado
con esfera de vidrio

Tipos de proceso de soldado

Proceso de Mascara 7
La mascara sombrea zonas !
especificas al haz de linea, ~-
para que el soldado se lleve a cabo solo en las
zonas donde el haz atraviese la mascara.

haz de laser con
forma de linea

Variante con Rotacion Q TGRS Variante radial -
placa de vidrio en circunferencia

@ €on espejo conico
4

> cople a presion

espejo conico
cople a presion




En general, todos los polimeros termoplasticos pueden ser
soldado. Idealmente ambas partes a soldar son del mismo
polimero. Sin embargo, combinaciones de polimeros simi-
lares se pueden soldar si la temperatura de derretimiento
se encuentra en el mismo rango y el polimero derretido se
mezcla bien.

PC :
ETFE |

PBT
PET

PA-6/6.6

PPA
{ TPE/TPU

PMMA !
i POM

SAN ]

polimeros técnicos

PPO

'§ P de alto peii
g PEI i PEEK

> PSU ! Pl PPS

2 PES ! PUDF

8 COC/COP | pa-q1/12

1S

()

3

3

ABS

ER{DM
cor

| eae
sAN
-
2
[T
GG
[TE
[TEH

parte inferior

[ | AES
A5

B

PIFE
ETFE

g2

FOm

2| EE

Pl

TPU

Pofiolefinas

Cickaodefinas

Poliestirenas
v copolimeros

Pofiuretanos
Pedicloruro de vinlle

Poliamidas

Puolids tares

Poliacrilatos
Polizcetales

Polsulfonas

Polimidas PEI

PAl

PTFE

Fuorapalimeras  ETFE

PVDF

PE-HD
PE-LD

iopP
PS PVC

amorfos semi-cristalinos

Transparente y absorbente al laser

En el soldado de plasticos se utilizan lasers con longitud
de onda cerca del rango infrarrojo (800-1100 nm). Por lo
tanto la transparancia 6 absorcion del plastico para el ojo
humano y laser puede ser ajustado independientemente
uno del otro al utilizar colorantes adecuados.

ejemplo de color negro
transparente al laser

transparente al laser

absorbente al laser

onas  FEK
PEEK

Podim. Cristal liguide LCF | | |

- buen soldado |:| posible — prueba necesaria

400 nm

laser-absorbing |

I

laser-transparent

- solo en casos excepcionales

laser de fibra
~1064 nm

diodos laser

800 - 980 nm
(—————>

IR (infrarrojo)

imagen con luz visible

imagen con luz infrarroja

Proceso y control de calidad

Antes, durante, y depués del proceso de soldado, varios datos pueden ser medidos y analizados para una evaluacion de calidad. Ademas de la
medicién de potencia laser, pirometria para la temperatura, y colapso de soldado para procesos simultdneos y cuasi-simultaneos, son empleados

frecuentemente durante el soldado.

Colapso de soldado

Dependiendo del material, se puede observar una pe-
quefia expansion antes de que el plastico se derrita
e inicie el colapso de una costilla. Al apagar el laser,
el recorrido no se detiene inmediatamente sino hasta
enfriarse y solidificarse.
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Pirometria

El pirdmetro detecta la radiacion de calor en la regi-
on de soldado. Conforme la pieza superior bloquea
una parte de la radiacion de calor, solo una sefial de
temperatura relativa y no un valor de temperatura ab-
soluta se puede recuperar.
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Soluciéon modular para Soldado de Plasticos con Laser

También lo apoyamos con los siguientes servicios,
durante, y después de la adquisicion de una maquina:

* Consultoria para disefio de las partes

* Pruebas de soldado en el laboratorio
 Partes de muestra y primeros prototipos
* Instalacion y entrenamiento

» Mantenimiento y solucion de problemas

 Actualizacion de equipos
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